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Abstract (en)
A coil arrangement for small electrical or electronic appliances having at least one miniature coil, where the coil connections (5,7) are joined directly
at the coil (1) to one another, via a component/unit (9) a sub-assembly and/or a circuit. Independent claims are included for (a) a method for
fabricating a coil arrangement and (b) for use of the coil arrangement.

Abstract (de)
Bei kleinstelektrischen Geréaten, wie insbesondere Geraten im Medizinalbereich, wie beispielsweise Horgeraten, werden sehr kleine elektrische
Spulen (1) verwendet. Speziell bei Horgeraten handelt es sich beispielsweise um sogenannte T-coils. Diese T-coils werden beispielsweise
bei Horgeraten als Induktivitdten mit parasitaren Effekten betrachtet und verbaut. Aufgrund der sehr limitierten Platzverhaltnisse wird nun
vorgeschlagen, dass bei Kleinstspulen, welche in den erwahnten elektrischen oder elektronischen Kleinstgeraten verwendet werden, direkt an
der Spule (1) die Spulenanschlisse (5,7) tGber eine Komponente (9) eine Baugruppe und/oder eine Schaltung miteinander verbunden sind. Die
Spulenanschlisse (5, 7) sind auf einem oder mehrerer an oder auf der Spule angeordneten Folien oder Plattchen aufweisend, sogenannte Pads (6,
8), fest anordnet, welche Anschliisse mittels eines Kondensators oder einer Kapazitat (9) miteinander verbunden sind, und an welchen Pads externe
Anschlisse (11, 13) zum externen Verbinden der Spule zugefuhrt sind. <IMAGE>
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